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Ziel der Buchreihe ist die Publikation neuer Ansätze in der Mechanik und 
Adaptronik. Diese Ansätze umfassen zum einen experimentelle Themen als 
auch solche, die numerischen Charakters sind und erstrecken sich über diverse 
Größenskalen. Experimentelle, zukunftsweisen Themen beinhalten Untersuchun-
gen auf Mikro- bis hin zur Makroebene und berücksichtigen unterschiedlichste 
Felder, von der Mechanik über Temperatur bis hin zu unterschiedlichen chemi-
schen Feldern. Auch auf Seiten der numerischen Simulation werden auf Grund-
lage der experimentellen Untersuchungen neue multiskalige Mehrfeldmodelle 
entwickelt, kalibriert und validiert. Eine Besonderheit stellt hier die Thematik der 
Adaptronik dar, die als Ziel die Integration neuer Funktionen in tragende Bau-
teile durch die Kombination konventioneller Konstruktionswerkstoffe mit akti-
ven Werkstoffsystemen verfolgt. So werden Funktionswerkstoffe betrachtet, die 
Energiewandler sind und die die klassischen lasttragenden und formgebenden 
Funktionen um sensorische und aktorische Funktionen erweitern. Aktorische und 
sensorische Eigenschaften ermöglichen in Kombination mit adaptiven, schnellen 
Reglern eine optimale Selbstanpassung an die jeweilige Einsatzumgebung. Durch 
die Zusammenführung von numerischem und experimentellem Know-how auf 
mechanische als auch adaptronischer Seite ist es möglich, Erkenntnisse aus der 
Natur im Sinne des bionischen Gedankens in die Technik zu übertragen und so 
neue wissenschaftliche Richtungen aufzuschlagen.
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XI

Abkürzungsverzeichnis

ASTM American Society for Testing and Materials
CAI Compression after Impact
CFK Kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff
DCB Double Cantilever Beam
DDS Diaminodiphenylsulfon
DGEBA Diglycidylether von Bisphenol A
DGEBF Diglycidylether von Bisphenol F
DKG die komplexe Größe
DMS Dehnungsmessstreifen
DNO der Nabla-Operator
DSC Dynamische Differenzkalorimetrie
 („differential scanning calorimetry“)
DVG die vektorielle Größe
FE Finite Elemente
FEA Finite Elemente Analyse
FEM Finite Elemente Methode
GFK Glasfaserverstärkter Kunststoff
IIMax Maximum des Imaginärteils  der Impedanzkurve
IIMin Minimum des Imaginärteils  der Impedanzkurve
ILS Interlaminare Scherung
ILSS Interlaminare Scherfestigkeit („interlaminar shear strength“)
MCDEA 4,4-Methylen-Bis(3-Chlor-2,6-Diethylanilin)
PA6 Polyamid 6
PEEK Polyetheretherketon
PEI Polyetherimid
 In einigen Quellen kurz für Polyethylenimin!
PET Polyethylenterephthalat
PES Polyethersulfon
PI Polyimid
PPS Polyphenylensulfid
PPSU Polyphenylsulfon



FormelzeichenXII

PSf Polysulfon
PVDF Polyvenylidendifluorid
PTFE Polytetrafluorethylen
RMSRE Wurzel des mittleren quadr. rel. Fehlers
 („root mean squared relative error“)
SNR Signal-Rausch-Verhältnis
 („signal to noise ratio“)
SRE Quadratischer relativer Fehler
 („squared relative error“)
TGMAP Triglycidyl-m-Aminophenol
UD Unidirektional



XIII

Formelzeichen

Δa Veränderung der Risslänge
A Fläche, Querschnittsfläche
Ai Warburg-Impedanz
b Probekörperbreite
C Elektrische Kapazität
Cs  Kapazität eines Interdigitalsensors in Epoxidharz  

mit Dipolrelaxation
C∞  Kapazität eines Interdigitalsensors in Epoxidharz  

ohne Dipolrelaxation
D Diffusionskonstante Elektrischer Verlustfaktor
e Elementarladung Auch: Eulersche Zahl
E Isotroper Elastizitätsmodul Elektrische Feldstärke
Ei Elastizitätsmodul in Richtung i
EA Aktivierungsenergie im Arrhenius-Gesetz
ΔH Enthalpieänderung aufgrund von Mischung
GIc Kritische Energiefreisetzungsrate in Mode I
Gij Anisotroper Schubmodul
GS/V Speicher- und Verlustanteil  des Schubmoduls
ΔG Veränderung der Gibbs-Energie aufgrund von Mischung
G Lückenbreite von Interdigitalelektroden
F Kraft
fHarz/Härter Funktionalität von Harz und Härter
f Frequenz
fD/CC/CD/HN  Eckfrequenz im Debye-, Cole-Cole-,  

Cole-Davidson- oder Havriliak-Negami-Modell
ℎ, H Dicke, Schichtdicke
i Zeitvariable Stromstärke
j Imaginäre Einheit
k Boltzmann-Konstante
K Reaktionsgeschwindigkeitskonstante
KIDC, KR Sensitivität von Interdigitalsensoren



FormelzeichenXIV

L Fingerlänge von Interdigitalelektroden
 Elektrodenabstand im Elektrodenpolarisationsmodell
m, n Exponent
N Fingeranzahl von Interdigitalelektroden
q Ladung eines Ladungsträgers
Q Wärme
 Elektrische Ladung
R Elektrischer Widerstand
 Auch: Allgemeine Gaskonstante
ΔS Entropieänderung aufgrund von Mischung
t Zeit
T Temperatur
TG Glasübergangstemperatur
u, U Elektrische Spannung
W Mechanische Arbeit
 Fingerbreite von Interdigitalelektroden
x, y, z Kartesische Koordinaten
Y Elektrische Admittanz
Z Elektrische Impedanz
α Meist: Aushärtegrad
  Selten: Verteilungsparameter  im  

Cole-Davidson- oder Havriliak-Negami-Modell
β Verteilungsparameter im Cole-Cole-Modell
δdiff Differentielle Nachgiebigkeit eines Probekörpers
δp/ℎ/d Wechselwirkungsparameter im Hansen-Modell
Δ Differenz, Laplace-Operator
εr Relative Permittivitätszahl
ε0 Permittivitätskonstante
εr,s Relative Permittivitätszahl unter Dipolrelaxation
εr,∞ Relative Permittivitätszahl ohne Dipolrelaxation
η Metallisierungsgrad von Interdigitalelektroden
 Viskosität von flüssigem Epoxidharz
λ Skalierungsparameter von Interdigitalelektroden
μ Ionenbeweglichkeit
ν Isotrope Querkontraktionszahl
νi,j Querkontraktionszahl von Richtung i nach Richtung  j
ρ, ρ0 Spezifischer Widerstand
ρ+/− Ionendichte
σi Mechanische Normalspannung in Richtung i
σ Elektrische Leitfähigkeit
τji  Mechanische Schubspannung in  

Richtung i in der Ebene, die senkrecht zu j liegt
τILS Interlaminare Scherspannung
φ Elektrisches Potential
ϕ Faservolumengehalt
ω Kreisfrequenz
∂ Partielle Ableitung
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